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1. Fabricacion de una PCB a simple cara

Este documento muestra cdmo producir una placa de circuito impreso a simple cara a partir de
los archivos de fabricacién de OrCAD.

Para completar el proceso es necesario realizar los siguientes pasos:

1) Encendido de la maquina e inicio de CircuitPro.

2) Seleccién de una plantilla y creacion de un nuevo documento.

3) Importacion de datos.

4) Creacion de un contorno de placa (si no lo hay) en la capa “BoardOutline”.
5) Traslado de textos en las capas de trazado a una capa separada.

6) Insercion de zonas de borrado (Rubout).

7) Multiplicar el disefio (si fuese necesario).

8) Establecer marcas fiduciales.

9) Generar trayectorias de herramientas de fresado de aislamientos y contornos.
10) Cargar el depdsito de herramientas y asignar las herramientas a las posiciones.
11) Inicio de la produccion.

Herramientas necesarias
¢ Herramientas conicas:

- 1 x Universal Cutter 0,2 mm ( 1495,9 mm )
- 1 x Micro Cutter 0,1 mm ( 0,2 mm )

e Herramientas de perforacion:
- 1 x Spiral Drill 2 mm ( 3 strokes )
- 1 x Spiral Drill 1 mm ( 16 strokes )
- 1 x Spiral Drill 0,8 mm ( 2 strokes )
- 1 x Spiral Drill 1,2 mm ( 8 strokes )
- 1 x Spiral Drill 1,5 mm ( 2 strokes )
e Fresa de contorneado:

- 1 x Contour Router 2 mm ( 160,2 mm )
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1.1. Encendido de la maquina e inicio de CircuitPro.

Visto en el tutorial de “Tutorial_LPKF_Protomat_Fab_PCB_doble_cara.pdf

1.2. Seleccion de una plantilla y creaciéon de un nuevo documento

1. Clic en el menu Archivo > Nuevo.
i

Templates

Dlodillac =0 Y o PO Sy |

SingleSided_Bottom.chf

PCE con una capa predefinida.

SingleSided_Top.cbf
DoubleSided_ProConduct.cbf
DoubleSided_GalvanicTHP.cbf
DoubleSided_EasyContac.cbf

PCE con una capa predefinida en la parte superior.
PCE con capas superior e inferior predefinidas, preparado para el proceso de Pr
PCEB con capas superior e inferior predefinidas, preparado para el proceso galva

PCE con capas superior e inferior predefinidas, preparado para el proceso de Ea

: DoubleSided NoTHP.cbf

PCE con capas superior e inferior predefinidas, sin metalizacion de agujeros.

Alayer_ProConduct_MultiPress.cbf
Alayer_ProConduct_MultiPressS.chf
Alayer_ProConduct_MultiPress5_DoubleCore.chf
Alayer_GalvanicTHP_MultiPress.cbf
Alayer_GalvanicTHP_MultiPresss.cbf
Glayer_GalvanicTHP_MultiPress.cbf
Blayer_GalvanicTHP_MultiPress5_SingleCore.chf
Glayer_GalvanicTHP_MultiPress5.cbf
Blayer_GalvanicTHP_MultiPress5_TripleCore.chf
Slayer_GalvanicTHP_MultiPress.cbf

[P S APy o 1 1 W [ T PRt gt 3
<

PCE con cuatro capas predefinidas, preparado para el proceso de ProConduct.
PCE con cuatro capas predefinidas, preparado para los procesos de ProConduc
PCE con cuatro capas predefinidas, de doble nicleo, preparade para los proces
PCE con cuatro capas predefinidas, preparado para el procese galvanico de me
['_MSG_4LAYER_GALVANIC_PRESSS_DESCR

PCE con seis capas predefinidas.
['_MSG_BLAYER_MULTI_PRESS_SINGLE_DESCR

PCE con seis capas predefinidas, proceso MultiPress 5.

PCE con seis capas predefinidas, proceso MultiPress 5.

PCE con ocho capas predefinidas.

N cme mcbim rcnae e definidar evmccen RN ©

| Load custom template...

[) Establecer como predeterminado

Cerrar

2. Seleccionar la plantilla “SingleSided_Bottom” para producir una PCB a simple cara.

3. Clic en [Cerrar]
4. Clic en Archivo > Guardar como...

Introducir un nombre de archivo y seleccionar la ubicacion donde deseamos guardarlo.

Nota:

Otra forma de realizar el proceso de
preparacién de los datos de produccion es a
través del asistente de planificacion de
procesos que puede iniciarse a través del
menu “asistentes” o pulsando el icono:

Asistentes | Control de la maguina  Extras

|

Asistente de configuracidn del equipo..

Asistente de planificacion de procesos...
I,

| B Ba B B

Asistente de pll'/t\)'?duccié-n de placa...

Asistente de preparacion de distribucidn...

Asistente de proceso de distribucién...
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1.3. Importacion de datos.

Nota:
Para la realizacién de este ejemplo utilizaremos los archivos de datos incluidos en la carpeta
PCB_Rele. Correspondientes a un disefio realizado con OrCAD.

1.

Clic en el menu Archivo > Importar. 'ﬁ

4 Abrir *®
Buscar en: | PCE_Rele w | (} ? ” mv
% Mombre a Tipo Tamaric
_ |=| layout.log Documento de texto 2 KB
Accesorapido ™) pep pEIE AST Archivo AST 8 KB
| | PCB_RELE.BOT Archivo BOT 10KB
. @ pcb_rele.chf CircuitPro PM data 135 KB
Escritorio | | peb_rele.cbf.bak Archive BAK 135 KE
. Mj PCB_RELE.DRD Archivo DRD 13 KB
™ | | PCB_RELE.DTS Archive DTS 2 KB
Bibliotecas @PCB_RELE.GTD GerbTool Document 53 KB
. |=] PCB_RELE.lis Documento de texto 5KE
L._a | | PCB_RELE.SST Almacén de certificados en serie de Microsoft 13 KB
Este equipo thhruhu:ule.tap Archivo TAP TEE
Lé‘ £ >
Red
Mombre: Folder Selection e | I Abrir
Tipa: All files (=) v Cancelar

Seleccionamos los ficheros con extension .BOT y .TAP.

Clic en [Abrir]

Asignamos los archivos importados a su correspondiente capa en CircuitPro de acuerdo a
la siguiente tabla:

Archivo Capa Uso

.BOT BottomLayer | Contiene los datos de la capa de trazado inferior (bottom)

.TAP DrillUnplated | Contiene los datos de los agujeros de la placa

Como podemos observar, en este caso no hay una capa que contenga el contorno de la
placa. Tendremos que crearla mas adelante.

Asignamos el archivo de taladros (Thruhole.TAP), el cual no ha sido asignado
automaticamente, a la capa DrillUnplated.
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Importar

Importar  Mombre de archivo Formato

w R R + =

thruhole.tap Excellon |~ || thruhole.tap

Lista de aperturas/herramientas

Capa/plantila

+ =

~ || thruhole.tap

Tamafio/formato

w

| 25,00 x 26,01 mm

General O

Unidad Pulgadas
Valores Absolute
Decimal Omit leading zeros
Digitos m.n |3 S

&9 Listo

I Afadir archivo... | I Eliminar | | Run ATE... | I Cancelar |
y:
Importar a x
Importar  Mombre de archivo Formato Lista de aperturas/herramientas  Capa/plantilla Tamafio/formato
PCB_RELE.BOT GerberX |~ | BotApe ~ || BottomLayer 44,475 x 32,41 mm
/] ~ 4 [thruhole.tap v 6

thruhole.tap
DrillPlated
Drillunplated

Vistaen2D — Aperturas/Herramientas Vista de texto Vista del' mensaje silkScreenTop k
BoardOutline 35092601
PocketBottom
TextBottom d Pulgadas -
BottomLayer
SolderPasteBottom
Fiducial 5 =0 =
RuboutBattom F TN ~ ~

['_IT_ADJUST_DRILL_FILES
&9 Listo
I Afadir archivo... | I Eliminar | | Run ATE... | I Cancelar |
y:
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5. Clic [Aceptar].

Los datos son importados y se muestran en la vista de CAM.

-

4 4> >

1.4. Creacion de un contorno de placa en la capa “"BoardOutline”.

Si entre los ficheros de fabricacion obtenidos con el software no tenemos el correspondiente a

la informacién del contorno de la placa, tendremos que crearlo.

En nuestro ejemplo, lo obtendremos del contorno existente en la capa BOTTOM.

Para ello, seleccionamos el contorno de la capa Bottom y desde el menu del boton derecho

del raton elegimos la opcion: Asignar objetos a la capa > BoardOutline.

@ LPKF CircuitPro PM 2.3 - Document [Sin titulo]

Archive  Editar  Introducir  Rutade acceso de herramienta  Modificar  Ver  Seleccionar  Asistentes  Control dela maquina  Extras  Ayuda
P LB BERNAX WO LLEBROOORAKE ¢ ALYME
cur - woos [ B B - 7 1t B

Capas ~ & x| Vistade CAM | Via de mecanizade
» - =
F 0 x [z 8 esereco 2.2 @ 05$-
v [ Nombre: Vis Sel Colores Modo Tee
Drillunplated (27} Verdadera anchura | || Perforacién
BottomLayer (113) Verdadera anchura g Wiring hd x
v [ || ] ] pp—
= Mostrar en 3D
. Cartar
(g %] Copiar
(o] L0 || e——
ar il Paso & Repetir..
R
[ Expotar..
I Convertir en 2,5D...
5 = Cermar ruta de acceso abierta
@ Combinar las rutas de acceso abiertas
Z- Reducir niimero de elementos
2]
T= | rm——
Fs | L Camvertira ta descceso cerada
7] o Convertir en ruta de scceso de herramients  »
! \ |
e 5 Asignar objetos 2 la capa » Fiducial
% - - — =
55 Capas | b Geometria | - Aita de acosso de hemamienta | 4y Procesando Copiar objetos a las capas , DiillPlated
a5, | Nevigation —— = 3 Eliminar DrillUnplated
I SilkScreenTop
A BoardOutline N
(g ] PocketBottom
Ll RuboutBottom
fa— TextBottom
2 Bottomlayer
SolderMaskBottom
SolderPasteBottom
SilkScresnBottom
Faut monitor
popm—p— a4p

A continuacién, para evitar recorridos y desgaste innecesarios de las fresa, eliminaremos

todos los posibles contornos que hubiera en otras capas.

En el caso de nuestro ejemplo, no quedan mas contornos en otras capas ya que el Unico que

habia lo hemos movido desde la capa BottomLayer a la BoardOutline.
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1.5. Traslado de textos en las capas de trazado a una capa separada.

Es muy comdn mover objetos de texto a una capa separada (TextBottom o TextTop) para
evitar que sean fresados como si fuesen pistas.

Como CircuitPRO no distingue entre objetos de texto y pistas cuando estdn situadas en la
misma capa, los objetos de texto serian fresados como si fueran pistas.

PIR P K

Texto en capa eléctrica Texto en capa separada

1) Seleccionar los objetos de texto en la cara BOTTOM.
(Para ello, puede ser util hacer que el resto de capas no sea visible ni seleccionable,
quitando la marca en la casilla correspondiente)

Capas -~ 0 X
_j b 4 Z: ' -‘ Mastrar vacio

MNombre Viz 5Sel Colores Modo Tec

> lated il - e MY porforacic o

BoardQutline (1) Werdadera anchura |~ || Mechanical ~

BottomLayer (112) Werdadera anchura |~ || Wiring -

2) Desde el menu del boton derecho del ratdon elegimos la opcion: Asignar objetos a la
capa > TextBottom.

[ LPKF CircuitPro PM 2.3 - Document [Sin titule] - o X
Archivo  Editar  Introducir  Ruta de acceso de herramienta  Modificar  Ver  Seleccionar  Asistentes  Control de la maquina  Extras  Ayuda
5 o s o ) & = s RS
PaEd s 8@aAaNrX VL LR £ O0OO0Q= KW &
CAM = Machining BEZ-H-1 N
Capas +~ B x| VitadeCAM | \Vists de mecanizado b x
4y * : K# ) -
0 X |2} & B | Mosworweco FREZABOS
v Nombre Vis Sel Colores Modo Tec
Drillunplated (27) ‘ [m] | [m] vernaaara anchura vlpervoramén ~
. BoardOutline (1) o|o Verdaderaan:hura ~ | Mechanical v
- Bottomlayer (112}
e
Mostrar en 2D
. Ocultar en 20
o Mostrar en 3D
Ocultar en 30
]
I+\ ¥ Cortar
T & Copiar
W Transformar...
q} L - Paso & Repetir...
(v — B exportar.. -
= - Convertir en 2,5D... =
[Fe | Cerrar ruta de acceso abierta
_ Combinar las rutas de acceso abiertas
Eii > Reducir nimero de elementos
< > N
90 ¥ Convertir en poligono
I Capas Geometria Ruta de de heramiznta | By P 3
= & 5 < WO Convertira ruta de acceso cerrada
45, Navigation * o X
— [ Convertir en ruta de acceso de herramienta
® @ K7
A T A | Asignar objetos a la capa » Fiducial
% Copiar objetos a |as capas 3 DrillPlated
o
= 9 Hliminar DrillUnplated
= - SilkScreenTop
= BoardOutline
ES PocketBottom
=
= RuboutBottom
ES TetBottom |
3 Fauk moritor Bottomiayer ¥ - R x
. SolderMaskBottom
A Navigation [[B Propiedades ‘I 4 > I>
SolderPasteBottom
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3) Observamos como aparece la nueva capa con en la lista de capas.

@ LPKF CircuitPro PM 2.3 - Document [Sin titulo] — O e

Archivo  Editar  Introducir  Ruta de acceso de herramienta  Modificar  Ver  Seleccionar  Asistentes  Control dela maquina  Extras  Ayuda

PealE @ BaAaaN~X Ww L LT OO0 R
CAM ~ Machining b AR UL ™
Capas > 3 X Vista de CAM | \Vista de mecanizado 40 x

J 0 x [z 8 v SN T EX

Drillunplated (27}

BoardOutline (1) Verdadera anchura |~ || Mechanical
TextBottom [63) ‘u‘erdadq{a anchura |~ | Wiring
BottomLayer (44) Verdadel?s anchura |~ | Wiring

<

v
4
]
[
(0]

WYCHYDO CEBZ KE

,\_‘I‘ = Capas {BGE-:-metr'a 5" Ruta de acceso de hemamienta ‘ﬁa Procesando =
% Navigation [qb]
L

B B KA —
TR QK
Ia i _ | . Faun monnor - n x

» 'F\ MNavigation E Propiedades dl d P Ib

Listo CursorX= 15236 mm Y= 33772 mm AnclaX= Omm Y= 32385mm  Closed path #1 (45 Point)

4) A continuacién, en la lista de capas, hay que activar la casilla Inv. para la capa TextBottom,
para que el fresado en esta capa se realice por el interior de los objetos.

Capas ~ 0
_J » Z: "' ', Mastrar vacio

e Vis Sel Colores Modo Tec v |

blated (27) 1-.ﬁardandnaraanu:hura w || Perforacian = ] |0

utline (1) 1-.ﬁi:rl::lant:hizraanl:hl.lra ~ || Mechanical = | [ |d
n

ayer [44) |_|_| Verdadera anchura |~ || Wiring = ] M

|

5) En el caso de que la placa fuese a doble cara, procederiamos de la misma manera, pero
ahora moviendo los textos de la capa ToplLayer hacia la capa TextTop.

1.6. Insercion de zonas de borrado (Rubout).
1.7. Multiplicar el diseio.
1.8. Establecer marcas fiduciales.

1.9. Generar trayectorias de herramientas de fresado de
aislamientos y contornos.

1.10. Cargar el depodsito de herramientas y asignar las herramientas a
las posiciones.

1.11. Inicio de la produccion.
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